Kryzys Intela
ztg wrozba
dla krajow
NATO

Gotowy ,wafel” ze struktura
ukfadu scalonego
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Czasy, w ktorych nasz swiat wydawat sie zintegrowang catoscig wspdlnie pracujaca
dla dobra ogdlnie pojetej ludzkosci, szybko sie koncza. Interesy poszczegdlnych
mocarstw wysuwajg sie obecnie na pierwszy plan, przy czym wzmocnione Chiny
zagrazajq swoim btyskawicznym rozwojem technologicznym pozycji USA i Zachodu.
Do task wrécita geopolityka i wytyczanie granic, a globalizacja biznesowa okazuje
sie coraz wiekszym ciezarem, utrudniajacym funkcjonowanie rynku i wptywajacym
na bezpieczenstwo dostaw oraz produkgji.
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z wyksztatcenia specjalista gazownictwa i gérnictwa naftowego,

przygode z informatyka rozpoczat w koricu lat 80. XX wieku od wspotpracy z wydawnictwem, Lupus’,
gdzie publikowat teksty gtéwnie w dwutygodniku,PCkurier”i miesieczniku,,Enter”. Wspdttworca
pierwszego w Polsce informatycznego czasopisma B2B,MRK” (1997). Byty redaktor naczelny
miesiecznika,Reset’, wspotpracownik wielu innych tytutéw (magazyn, WWW”,

IT Reseller” ,Komputer Swiat”). Obecnie freelancer,
wspotpracuje m.in. z warszawska komunikacjg miejska.

HEE B
Kluczowa branza, ktora jest projektowanie i produkcjaukta- ~ 5_2%_  Fabless i foundry - dwie strony chipa
doéw scalonych, réwniez znalazta sie w kryzysie, ktéry po-
waznie zagraza strategicznym interesom Zachodu. Dzieje Do lat 80. XX w. wiodacy producenci mikrokontroleréw

sie tak, poniewaz lata globalizacji i poszukiwania oszczed- i mikroprocesoréw dziatali w najprostszym i najbardziej
nosci doprowadzity do wyprowadzenia kluczowych gatezi bezpiecznym strategicznie modelu, okreslanym jako
produkcji czipdw do krajéw azjatyckich, ktére teraz albo IDM (Integrated Device Manucfacturer), czasem tez ODM

s3 uwazane za nieprzyjazne, jak Chiny, albo znajdujg sie (Original Device Manufacturer). Firma IDM zaréwno pro-
pod presja agresji ze strony Chin (jak Tajwan) lub np. Korei  jektuje, testuje, jak réwniez produkuje i pakuje swoje czi-

Pétnocnej (jak Korea Pid.). Zrozumienie powagi tej sytuacji py, czyli zamyka caty proces w jednym biznesie. Jednak
wymaga uzmystowienia sobie, w jakich modelach bizneso- ~ w miare komplikowania sie uktadéw i coraz wiekszego
wych funkcjonujg wiodacy producenci scalakow. ich upakowania i integracji, wtasna produkcja zaczeta by¢
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tak kosztowna, ze stwarzata mniejszym firmom powazne
bariery do wejscia na rynek. Tak narodzita sie koncepcja
oddzielenia projektowania struktury logicznej czipéw od
wiasciwej produkcji czy odlewania wafli krzemowych, ich
odpowiedniego przycinania i pakowania. Do rozwoju tej
koncepcji przyczynit sie Tajwanczyk, dr Morris Chang, kto-
ry pod koniec lat 80. zatozyt firme Taiwan Semiconductor
Manufacturing Corporation (TSMC), pierwszg tzw. odlew-
nie (foundry) uktadéw scalonych.

Proces produkcji uktadow jest dos¢ skomplikowany i moz-
na podzieli¢ go na dwie czesci - tzw. front-end packaging
i back-end packaging. W zaktadzie typu foundry ma miejsce
etap front-end, czyli wytworzenie catej struktury potprze-
wodnikowej, natomiast back-end obejmuje ciecie krzemo-
wego wafla na pojedyncze chipy i nastepnie pakowanie
ich w obudowy i testowanie, czym zajmuja sie inne fabry-
ki, tzw. OSAT (Outsourcing Assembly and Testing Services).
Projektanta catego scalaka i zarazem posiadacza praw wia-
snosci intelektualnej do niego, korzystajacego z ustug tych
zewnetrznych podmiotéw przy koncowej produkgji, okre-
slamy jako firme dziatajaca w modelu fabless (,bez fabryk”).

Obecnie wiekszos¢ najwazniejszych firm nazywanych pro-
ducentami ukfadéw w rzeczywistosci dziala w modelu
fabless, czyli eksportuje proces produkcyjny do odlewni
i zaktadow OSAT. W ten sposdb pracuje np. potezny produ-
cent procesoréw do kart graficznych i sztucznej inteligen-
¢ji — Nvidia. Podobnie dziata najwazniejszy konkurent firmy
Intel w produkcji CPU dla komputeréw osobistych - AMD,
ktory juz w 2008 r. sprzedat swoje fabryki, tworzac osobng
firme Global Foundries. Obie te firmy, a takze wiele innych
mniejszych, najczesciej korzystaja z ustug wspomnianej juz
tajwanskiej odlewni TSMC, ktéra ma obecnie najwiekszy
udziat (64 proc.) w rynku zaktaddw typu foundry.

Istnieje jeszcze posredni model produkcji, tzw. fab-lite,
w ktérym producent ukladéw zachowuje cze$¢ fizycznej
produkgji prostszych technologicznie chipdw, korzystajac
z ustug zewnetrznej odlewni tylko do najbardziej skompli-
kowanych uktadow. Tak dziataja m.in. Apple i Qualcomm.

Na rynku pozostato natomiast stosunkowo niewiele firm
dziafajacych w najdrozszym modelu IDM. Do grupy IDM-6w
zaliczamy m.in. Texas Instruments i Samsunga, jednak ze
wzgledu na lokalizacje, zaawansowanie technologiczne
i profil produkgji kluczowe znaczenie dla Zachodu ma ame-
rykanski Intel. Tymczasem ten gigant produkcji CPU od paru
lat znajduje sie w kryzysie, ktéry w ostatnim czasie pogtebit
sie o tyle, ze pojawito sie ryzyko bankructwa. Jak to sie stato?

== Btedna strategia przyczyna probleméw

Ktopoty Intela zaczely sie prawie 10 lat temu, kiedy okazato
sie, ze mikroarchitektura jego procesoréw jest podatna na
ataki polegajace na mozliwosci nieautoryzowanego odczytu
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danych znajdujacych sie w pamieci podrecznej (cache). Dziu-
ra ta, nazywana ,Meltdown’, nie dotyczyta gtéwnego konku-
renta Intela AMD i wystepowata praktycznie we wszystkich
CPU Intela produkowanych od potowy lat 90. Akcja napraw-
cza nie byta wprawdzie nadmiernie skomplikowana, lecz tat-
ki” przyczyniaty sie do spadku wydajnosci CPU, szacowanego
nawet na 10-20 proc. w przypadku czesci modeli. Spadki
wydajnosci dotykaty najbardziej uzytkownikéw wielkich baz
danych, w mniejszym stopniu wptywaty na uzytkownikéw
indywidualnych, np. graczy (tu oszacowano je na ok. 5 proc.).

Dodatkowo Intel przegrywat konkurencje rynkowg z AMD,
bo procesory tej firmy okazywaty sie wydajniejsze przy po-
dobnej cenie. Zmusito to Intela do przyspieszenia rozwo-
ju swoich ukfadéw, co z kolei przekfadato sie na rosnace
wydatki, a pospiech powodowat pojawianie sie kolejnych
probleméw z opanowaniem coraz bardziej wymagajacych
proceséw technologicznych. Btednym ruchem okazato sie
takze zlekcewazenie sztucznej inteligencji i odmowa za-
inwestowania w projekt OpenAl, co w pewnym momen-
cie postawito Intela poza dynamicznie rozwijajacym sie
rynkiem SI. Wszystko to zmusito firme do restrukturyzacji
i w2021 r. bwczesny CEO Intela, Pat Gelsinger, ogtosit nowa
strategie nazwang IDM 2.0. Jej zatozeniem byto przeksztat-
cenie tradycyjnego modelu IDM w model hybrydowy — wta-
sne odlewnie Intela poza pracg na wewnetrzne potrzeby
firmy mialy by¢ udostepnione zewnetrznym podmiotom
i produkowac¢ réwniez dla nich ukfady scalone. Wydawato
sie to dobrym pomystem, a w perspektywie czasowej pro-
jekt ten — gdyby okazat sie sukcesem — mégt spowodowac
spore przetasowania na rynku czipéw.

Niestety, mimo perspektyw strategia IDM 2.0 nie przyniosta
spodziewanych rezultatéw, a wrecz przeciwnie — przyczy-
nita sie do dalszego zwiekszania strat. Intelowi bowiem nie
udato sie pozyska¢ odpowiednio duzych i zasobnych klien-
tow dla swoich odlewni, a wdrazanie nowych proceséw
technologicznych natrafito na spore ktopoty i pociggneto
za soba rosnace inwestycje. Co wiecej, Intel zaczat korzystac
z ustug firmy TSMC, jednak niefortunne wypowiedzi Gel-
singera na temat sytuacji Tajwanu skomplikowaty stosun-
ki z kooperantem i podobno przyczynity sie do wycofania
TSMC z pierwotnych warunkéw umowy z Intelem, obejmu-
jacych sporg znizke na ustugi odlewni. Wszystko to dopro-
wadzito Intela na skraj bankructwa i ostatecznie spowodo-
wato zwolnienie Gelsingera w grudniu 2024 .

Dokad zmierza Intel?

Nowy CEO Intela, Lip-Bu Tan, rozpoczat dziatania napraw-
cze. Jego celem stato sie ograniczenie kosztownych inwe-
stycji w technologie tzw. wezta 18A, bedacego oczkiem
w gtowie Gelsingera i skoncentrowanie sie na nowszej
technologii wezta 14A. Technologia ta ma oferowac o ok.
15-20 proc. lepsza wydajnos¢ w poréwnaniu z weztem 18A,
przy 25-35 proc. nizszym zuzyciu energii.




Procesory Core Ultra to najnowszy produkt Intela
Zrédto: Intel

Intel wciaz potrzebuje jednak co najmniej dwéch duzych ze-
wnetrznych klientéw dla swoich odlewni, aby wyréwnac kosz-
ty rozwoju 14A. Inaczej — zasygnalizowat Lib-Bu Tan - moze
pojawic¢ sie koniecznos¢ sprzedania odlewni i stopniowego
przejscia na model fabless. Jednoczesnie firma zaczeta ogra-
nicza¢ inwestycje, wycofujac sie z budowy nowych zakladéw
produkcyjnych m.in. w Polsce i Niemczech, a takze spowal-
niajgc rozwijanie nowych fabryk w Ohio (projekt Ohio One).
Pierwotnie pierwsza fabryka w projekcie Ohio One - bedacym
kluczowym elementem strategii majacej na celu uniezaleznie-
nie USA od produkgji chipéw w Azji — miata by¢ uruchomiona
w 2025 r,, obecnie termin ten przesunieto o piec lat, do 2030r.

Decyzje Lip-Bu Tana przeksztatcity takze dotychczasowsg stra-
tegie IDM 2.0 w model bardziej zblizony do fabless, jednak
przy zachowaniu wewnetrznych odlewni. Zostaty one od-
dzielone od jednostek projektowych (np. Client Computing,
Data Center i Al), przy wprowadzeniu cen rynkowych dla
transakcji wewnetrznych. Ta zmiana miata na celu wprowa-
dzenie dyscypliny kosztowej, z prognozowanymi oszczed-
nosciami rzedu 500 min-1 mld USD rocznie dzieki skréceniu
czasu realizacji ptytek krzemowych i zbednym iteracjom pro-
jektowym. Réwniez kooperacja z TSMC zostata podtrzymana
i pogtebiona. David Zinsner, dyrektor finansowy Intela, ogtosit
podczas konferencji Citi Global Technology Conference we
wrze$niu tego roku, ze Intel bedzie juz ,na zawsze” wspét-
pracowat z tajwanska odlewnia. Deklaracja ta potwierdzita
wczesdniejsze spekulacje o rosnacej zaleznosci amerykanskiej
firmy od zewnetrznych producentéw. Szacuje sie, ze okoto
30 proc. produktéw Intela powstaje w zaktadach TSMC, w tym
wszystkie procesory rodziny Lunar Lake (dla notebookéw)
i wiekszos¢ chipéw Arrow Lake (znanych pod handlowa na-
zwg Core Ultra). Cho¢ ten odsetek ma spas¢ w nadchodza-
cych latach, prawdopodobnie pozostanie znacznie wyzszy
niz dekade temu. Kontrastuje to z wczesniejszymi planami
Intela odnosnie do samowystarczalnosci produkcyjnej i po-
twierdza trudnosci firmy w nadazeniu za tempem rozwoju
technologicznego TSMC, ktéra dzieki skupieniu sie wylacznie
na odlewaniu wafli krzemowych moze sprawniej unowocze-
$niac swoje procesy produkcyjne.
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Zagrozenie dla nas wszystkich?

Gdyby Intel faktycznie pozbyt sie swoich odlewni i przeszedt
catkowicie na model fabless, zeby zachowa¢ ptynnos¢ finan-
sowg, Zachdd znalaztby sie w trudnej sytuacji, bo w zadnym
z krajow NATO nie bylyby produkowane uktady scalone.
Zdecydowana wiekszos¢ produkgji znalaztaby sie w TSMC na
Tajwanie, ktory jest wciaz zagrozony chifska inwazja. Gdyby
do niej doszto, produkcja czipéw mogtaby natrafi¢ na wielkie
trudnosci, bo TSMC jest najbardziej zaawansowang techno-
logicznie firma odlewnicza, a ewentualne alternatywy nie za-
pewniajg odpowiedniej jakosci i wydajnosci. Nic dziwnego,
Ze strategia Lip-Bu Tana zwrdcita uwage Senatu USA i wzbu-
dzita podejrzenia, ze moze mie¢ on powigzania z Chinami.
Nie sg to domniemania zupetnie bezpodstawne, bo w prze-
sztosci Tan zarzadzat ponad 40 firmami z Chin oraz posiadat
mniejszosciowe udziaty w ponad 600 przedsiebiorstwach.
Republikanski senator Tom Cotton wystat list do zarzadu
Intela, w ktérym wyrazit ,zaniepokojenie bezpieczeristwem
i integralnoscig operacji Intela oraz ich potencjalnym wpty-
wem na bezpieczenstwo narodowe Standéw Zjednoczonych”.
Zdaniem Toma Cottona, skoro Intel korzysta z federalnych
programéw wsparcia, ma obowigzek zagwarantowac, ze
jego zarzad nie ma zadnych powigzan z Chinami, pozostaja-
cymi pod wiadza partii komunistycznej. Europa jest w jeszcze
gorszej sytuacji, bo na naszym kontynencie nie dziata prak-
tycznie zaden liczacy sie producent uktadéw scalonych — ani
w modelu fabless, ani IDM. Nie mamy tez wiasnych odlewni,
ktére mogtyby konkurowac z Chinami i Tajwanem. Jedyng
europejska firma posrednio zwigzang z produkcjg czipéw
jest holenderska ASML, bedaca wytacznym dostawcg ma-
szyn do litografii w skrajnym ultrafiolecie (EUV), ktére sa nie-
zbedne do produkdji najpotezniejszych procesoréw.

Maszyna do litografii EUV (Extreme Ultraviolet Lithography)
wykorzystuje swiatto skrajnego ultrafioletu (o dtugosci

fali 13,5 nm) do tworzenia coraz mniejszych i bardziej
skomplikowanych wzoréw na ptytkach krzemowych

Zrédto: https://www.powerelectronicsnews.com

Jednak pozycja ASML jest tez nadszarpnieta przez kryzys
Intela i jego decyzje o wycofywaniu sie z niektérych pro-
jektéw. Sytuacja jest wiec patowa, a konsekwencje polityki
wyprowadzania fabryk czipéw poza granice NATO moga
w perspektywie czasu okazac sie katastrofalne.
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